附件3：课程安排
	日期
	时间
	授课内容
	主讲人

	

9月26日
（周一）

	8:00-8:30
8:30-9:00
	学员报到
开班仪式
	全体

	
	9:00-10:00
	大连市集成电路产业发展现状、规划及政策解读
	大连经济与信息化委员会半导体产业处相关领导

	
	10:30-11:30
	大连市集成电路产业人才专项政策研究
	大连市人社局人力资源市场处相关领导

	
	13:30-15:00
	应用型集成电路人才培养模式的探索
	宋文斌、张永锋

	
	15:30-17:00
	研究型集成电路人才培养模式的探索/集成电路人才培养问题研讨交流
	陈晓明

	9月27日
（周二）
	8:30-10:00
	高K材料的发展及应用
	周大雨

	
	10:30-12:00
	先进电子薄膜技术在半导体产业中的应用
	徐进

	
	13:30-15:00
	先进器件制备技术
	梁大成

	
	15:30-17:00
	先进半导体制造设备
	梁大成

	
9月28日
（周三）
	8:30-10:00
	纳米技术节点下的可制造性设计方法
	陈晓明

	
	10:30-12:00
	片上系统（SOC）集成技术的发展现状与前景分析
	陈晓明

	
	13:30-15:00
	功率集成电路技术、挑战与机遇
	张永锋

	
	15:30-17:00
	研修班课程内容研讨交流
	孙晓凌

	
9月29日
（周四）

	8:30-11:30
	辽宁省集成电路设计产业基地（LNICC）考察,参观产品演示、交流成果转化等
	韩海燕

	
	13:00-16:00
	Intel大连晶圆厂参观，考察先进企业运营模式、交流企业创新技术等
	刘青青


注：以实际安排为准





